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EP 1006755 A UPAB: 20000801 

NOVELTY - The cooker point has a high performance ceramic cooker plate (1) 
and a heat conductor (2) in flat contact with the underside of the plate 
At least one conducting element (5,6) connected between the heat conductor 
and the electric supply leads has a resistance value between those of the 
neat conductor and the supply leads. 

USE - Electrical cooker point for low voltage operation. 

ADVANTAGE - Ensures that the electrical supply leads do not overheat. 

DESCRIPTION OF DRAWING ( S ) - The drawing shows a schematic sectional 
representation of a cooker point 
cooker plate 1 
heat conductor 2 

insulating coating 3 

copper blocks 5,6 

heat conductor ends 12,13 
Dwg.l/l 
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© Elektrisches Kochfeld 



Die Erfindung betrifft ein elektrisches.Kochfeld fur den 
Niederspannungsbereich mit einer Kochplatte aus Hoch- 
leistungskeramik und mit einem Hei2leiter, der mit der 
Unterseite der Kochplatte einen Flachenkontakt bildet. 
Urn sicherzustellen, daft sich die elektrischen Versor- 
gungsleitungen aufgrund der hohen Strdme im Niedrig- 
spannungsbereich nicht ubermafcig erhitzen, ist zwischen 
dem Hetzleiter und den elektrischen Versorgungsleitun- 
gen jeweils mindestens ein Leitungselement zwischenge- 
schaltet, das einen Widerstandswert aufweist, der zwi- 
schen den Widerstandswerten des Heizleiters und der je- 
weiligen elektrischen Versorgungsleitung liegt. 



CO 

<t 

LD 
If) 

CO 
C) 



1 

Beschreibung 



DE 198 55 481 A 1 



Die Erfindung betrifft ein elektrisches Kochfeld fur den 
Niederspannungsbereich mil einer Kochplatte aus Hochlei- 
stungskerainik und mil einem Heizleiter, der mit der Unter- 
seite der Kochplatte einen Flachenkontakt bildet. 

Aus der DE 29 70 2813 Ul ist ein deraniges Kochfeld fur 
die ublichen Haushaltsspannungen von 110 V bis 220 V be- 
kannt. Als Hochleistungskerarnik fur die Kochplatte wird 
insbesondere Siliziumnitrit oder Siliziumcarbit genannt. Fiir 
tiefere Temperaturen im Bereich von 250°C konnen auch 
andere elektrisch isolierende Keramiken wie zum Beispiei 
Aluminiumoxid verwendet werden. Diese Hochleistungske- 
ramiken sind aufgrund ihrer Waremleitfahigkeit, ihrcr War- 
meausdehnungszahl, ihrer zulassigen Oberflachenbelastung 
und ihres spezifischen elektrischen Widerstands zur Ver- 
wendung als Kochplatten besonders geeignet. Die Warme- 
Leitfahigkeit. dieser Matcrialien liegt in einem mittleren Be- 
reich zwischen 5-40 W/mK. Es wurde festgestellt, daB mit 
. derartigcn mittleren Warmeleitfahigkeiten ein guter Kom- 
promiB.zwischen der Wiinneisolierung gegenuber dem Gc- 
hiiusc und der Waniiedurchfuhrung gegenuber den Heizele- 
menten erzielt. werden kann. Gleichzeitig ist die Wiirmeaus- 
dehnungszahl denirtiger Hochleistungskeramiken sehr uc- 
ring und liegt im Bereich von 10" 6 1/K, so daB die Verspan- 
nungen und Verkrummungcn der Kochplatte aufgrund un- 
tcrschicdlicher Erwannung gering bleiben. Die insiallierte 
Leistung je Flacheneinheit bei Hochleistungskeramiken 
kann dabei im Bereich von sonstigen Hochlerstungskoch- 
plalien zwischen 4 und !6W/cm 2 liegen. Der spezilische 
elektrische WidcrsLand einiger Hochleistungskeramiken 
liegt im Bereich von I() u Ohm/cm und isi liamit so hoch. 
daB unmitielbar auf der Unterseite der Kochplatte enlsprc- 
chende elektrische Heizleiter aufgebracht werden konnen. 

Wenn derartige elektrische Kochfclder fur den Nieder- 
spannungsbereich ausgelegt werden sollen, entstehen bc- 
sondere Preblcme in der elektrischen Zutuhrunt!, da sehr 
hohe Stmnic erlbrderlich sind, urn die gleiche Heizleistung 
wie im Haushultsbereich zu erreichenr Soli das Kochfeld 
beispielsweise fur cine 12 V Autobatterie ausgelegt werden, 
IlieBen in den Zulciiungen Strome von ca. 80 A, wahrend im 
Haushallsbereich lediglich Strorne von einigen Ampere auf- 
trcten. Die hohen Slromc konnen dazu fuhren, daB sich die 
elektrischen Versorgungsleitungen in unerwunsehter Weise 
erwannen. Wird auf der anderen Seite der Widerstand der 
elektrischen Versorgungsleitungen besonders klein gehal- 
ten, so weisen diese in der RcgeF auch eine gute Temperalur- 
leitfahigkeit. auf, so daB umgekehrt die Gefahr besteht, daB 
die Warine in unerwiinschter Weise von der Kochplatte in 
die elektrischen Versorgungsleitungen weitergeleitet wird. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein elektrisches 
Kochfeld fur den Niederspannungsbereich zu schaften, bei 
dem sichergestcllt ist, daB die elektrischen Versorgungslei- 
tungen sich nicht ubermaBig erhifzen. 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Patcntan- 
spruchs 1 gelost. Die erhndungsgemaBe Losung besteht 
dann, daB zwischen dem Heizleiter und den elektrischen 
Versorgungsleitungen jeweils mindestens ein Leitunesele- 
tnent zwischengeschallel ist, das einen Widerstands wert 
aufweist, der zwischen den Widerstandswerten des Heizlci- 
lers und der jewciligen elektrischen Versor<iune«deitun" 
liegt. 

Die Erlindung bcruht dabei auf der Erkenntnis. daB durch 
die Zwisehensehahung eincs vveileren Leitungsclementes 
zwischen dem Hcizlcitcr und der jewciligen elektrischen 
Versorgungsleitung ein KVmproiniB zwischen der Warme- 
abtiihrung von dcru Hci/lc:ier und tier Hrhiizunj des jewc : - 



elektrische Versorgungsleitung direkt an den Heizleiter an- 
geschlossen, so ist zwar die Erhitzung der Versorgungslei- 
tung aufgrund der groBen Strome nicht zu befurchten, aller- 
dings tritt eine Erhitzung seitens des Heizleiters aufgrund 
5 der guten Warmeleitfahigkeit der elektrischen Versorgungs-. 
leitung auf. Wird dagegen erfindungsgemaB zwischen dem 
Heizleiter und der jeweiligen elektrischen Versorgungslei- 
tung ein Leitungselement zwischengeschaltet, das einen Wi- 
derstandswert aufweist, der zwischen den Widerstandswer- 
10 ten des Heizleiters und der jeweiligen elektrischen Versor- 
gungsleitung liegt, so kann sowohl die Warmeabfuhrung 
iiber das Leitungselement zum Heizleiter als auch die Er- 
warmung des Leitungselenients aufgrund der groBen Strome 
in Grenzen gehalten werden. 
15 Nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist vorgesehen, 
daB das Leitungselement aus einem Stuck des Heizleiters 
besteht, das von der Unterseite der Kochplatte weggefiihrt 
ist und das einen groBeren Querschnitt aufweist als der in 
• Flachenkontakt mit der Kochplatte stehende Heizleiter. Auf 
2fl diese Weise ist sichergeslellt, daB zwischen dem Leitungs- : 
element, und dem Heizleiter kein zusatzlicher Ubergahgs wi- 
derstand auftritt. Gleichzeitig ist. eine besonders kostengun- 
stige Ausbildung des Leitungsclementes moglich, da^das 
Leitungselement aus dcru ohnehin zur Verfiigung stehenden 
25 Material des Heizleiters ausgcbildct werden kann. Hierbei 
hat sich gezcigt. daB eine ubermaBigc Erwannung des Lei- 
tungsclementes bcrcits venuieden werden kanm wenn der 
Querschnitt des Lcitungselemcnics vicrmal groBer ist als der 
des in Flachenkontakt mit der Kochplatte stehenden Heizlei- 
M) tens. 

Ein weiteres Problem ist die Verbindung des Leiiungsele- 
mentcs milder jeweiligen elektrischen Versorgungsleitung, 
da vcrhindcrl werden muB, daB der Ubergangswiderstand 
zwischen dem Leitungselement und der Versorgungsleitung 
M derari ansteigt, dafi sich aufgrund der hohen Strome an de*r 
Ubergangsslelle cine unzuliissig hohe Erwannung ergibt. 
Nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist. vorgesehen, 
daB zur nahezu widerstands freien Verbindung zwischen 
dem mindestens einen Leitungselement und einer Versor- 
40 gungsleitung ein Kupfcrblock Vorgesehen ist, an dem die je- 
weiligen Leitungscnden flachig aufgebracht sind. An den 
Seitendaehcn des Kupferblocks kann'ein groBflachiger Kon- 
takt zu dem Leitungselement bzw. zu der jeweiligen elektri- 
schen Versorgungsleitung hergestelli werden, so daB der 
45 Ubergangswiderstand von dem Leitungselement zu dem 
' Kupfcrblock bzw. von der Versorgungsleitung zum Kupfer- 
block sich auf ein Minimum reduziert. Weiterhin ist der 
Durchgangswiderstand des Kupferblockes ebenfalls auBerst * 
gering, so daB eine Erwannung aufgrund der Verbindung 
50 zwischen dem Leitungselement und der elektrischen Versor- 
gungsleitung ausgcschlossen werden kann. 

Nach einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsfonn ist 
vorgesehen, daB die Kochplatte aus Siliziumnitrit, aus Sili- 
ziumcarbit oder aus Aluminiumnilrit besteht. Diese Kerami- 
55 ken weisen die oben erwahnten Vorteile von Hochleistungs- 
keramiken auf. 

Hinsichtlich der Ausbildung des Heizleiters konunen ver- 
schiedene Ausfuhrungen in Betracht. Die erfindungsgemaBe 
Ausfuhrung des zwischengeschalteten Leitungsclementes 
60 ist besonders einfach. wenn der Heizleiter aus einer Metall- 
folie besteht, die rnittels einer Isolierschichl auf die Unter- 
seite der Kochplatte gedriickt wird. Eine meanderfonnige 
Fonn des Heizleiters kann dabei dudurch gebildet werden. 
indem der Heizleiter aus einer Melallfolie mit einem geeig- 
65 neten Schncidgerat. zum Beispiei mit einem Laserschneid- 
gcriii. ^usgcschniiten winl. Das enisprechende Leiiungsele- 
meni /ur /ufiihrung :in den Hci/lcitcr kann dabei in cincru 
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Andere Moglichkeiten zur Ausbildung des Heizleiters be- 
stehen darin, Wideretaridsschiehten in Dickschichttechnolo- 
gie oder Dunnschichttechnologie auf die Unterseite der 
Kochplatte aufzubringen. Ferner konnen auch Flammen- 
spritzverfahren angewandt werden, mit denen eine Zwi- 5 
schenschicht aus einem als Haftvermittler und/oder elektri- 
sche Isolation dienenden Material aufgebracht werden kann. 
Beispielsweise kann Alurniniumoxid als elektrische Isola- 
tion aufgespritzt werden, was insbesondere dann notwendig 
ist, wenn eine elektrisch leitfahige Hochleistungskerainik 10 
wie beispielsweise Siliziumcarbit verwendet wird. 

Eine weitere Moglichkeit besteht darin, den Heizleiter in 
Form einer Widerstandspaste auf die Unterseite der Koch- 
platte aufzubringen. Hierbei eignen sich insbesondere Wi- 
derstandspasten bzw. Heizwiderstiinde mit sogenannter 15 
PTC-Charakteristik, d. h. rnit einer ausgepragt positiven 
Temperaturcharakteristik ihrcs Widerstandes. Die PTC- 
Chararkteristik fiihrt dazu, daB bei Erreichen einer bestimm- 
ten Temperatur sich der Widerstand des jeweiligen Heizwi- 
derstands sprunghaft erhoht; so daB in diesem Bereich die .10 
Temperatur bzw. die in dem Fleizwiderctarid umgesetzte 
Leistung konstant bleibt. Vorzugsweise wird die entspre- 
chende Sprungtcmperatur des Hcizwiderstandes dabei auf 
die Maximaltemperaturder Kochplatle eingcstellt. 

Nach einer vveiteren bevor/ugten Ausfuhrungsfomi ist 25 
eine Isolierschicht vorgesehen, die mittcls einer Andruek- 
platte gegen die Unterseite der Kochplatte gedriickl wird. 
Auf diese Weise muB die Isolaiionsschicht keine eigene me- 
chanische Siabililiit aufweiscn. so daB eine Vielzahl von Iso- 
lationsmaterialien verwendel werden kann. Urn das Lei- 30 
tungselentenl dent in der Unicrscite der Koehplaltc berindli- 
ehen Heizleiter zuzufuhren, sind in der Isolationsschielu 
und der Andruekplatte entsprcdicndo Durchgangslbcher 
vorgesehen. 

Naeh einer wcitcren bevor/ugicn Ausfiihrungsform kon- 35 
nen Tcmperatursensorcn in Form von Wulerstunds-Thermo- 
mctern ini unniittelbaren Kontakt zur Keramikplatte vorge- 
sehen sein. uni die Temperatur an der Kerainikplatte zu re- 
geln. Auf diese Weise kann zusiitzlieh ein wirksarner Uber- 
hitzungsschutz gescharten werden. an 

Weitere Vorleile und Einzelheiten der Erlindung werden 
anhand eincs in der Zeichnung dargestcllten Ausfuhrungs- 
beispiels nahcr erliiutert. Die aus einer Figur beslehende 
Zeiehnung zeigt dabei einen Querschnitt durch das ertin- 
dungstiemaBe elektrische Kochfeld fur den Niederspan- 45 
nungsbereich. Die Kochplatte I des Kochfeldes besteht aus 
einer runden Siliziuninilrit-Scheibe. An dem AuBenrand 
weist die Siliziuiunitrit-Scheibe eine Abschragung 10 auf, 
die gegen einen korrespondierenden Rand 11 der Gehause- 
wandung 7 gedruckt wird. Die Kochplatte 1 wird dabei ge- 50 
hallen von der Andruckrlache 4, die sich mittcls Schraube 9 
gegenuber dem Gehauseboden 8 abstiitzt. Zwischen der An- 
druekplatte 4 und der Kochplatle 1 befindet sich eine lsola- 
tionsschiehi 3. Zur Beheizung der Kochplatle ist zwischen 
die Isolaiionsschicht und die Kochplatle ein meanderfdnni- 55 
ger Heizleiter in Form einer Metallfolie eingebracht. Zur 
Stromzufuhrung sind in der Mi tie sowie am Rand der Koch- 
platte Durchgangsbohrungen 14, 15 durch die lsolations- 
schiehi 3 und durch die Andruekplatte 4 vorgesehen, durch 
die die Leitungsenden 12, 13 des Heizleiters hindurchge- 60 
fiihrt sind. Die Endcn 12, 13 weisen dabei einen vierfach 
groBeren Querschnitt gegeniibcr den Qucrschnilten des 
Heizleiters 2 auf. An den freien Enden der Zufuhrungen 12. 
13 sind Kuplerblocke 5. 6 vorgesehen. die eine Ubergangs- 
verbindunt; /.wischen den Zufuhrungen 12. 13 und den elek- 65 
trischen Versorgungsleitungen schaflcn. Zur besseren Ver- 
dcmlicluing der Lage der Arulruckplaue 4. der Isolations- 
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ponenten mil entsprechenden Abstanden zueinander einge- 
zeichnet. wahrend im Betrieb selbstverstandlieh die einzel- 
nen Komponenten in einem sicheren Flachenkontakt zuein- 
ander stehen. 

Das dargestellte elektrische Kochfeld wird vorzugsweise 
mit einer Gleichspannung von 12 V bei einem Strom von 
80 A betrieben. Die Kupferblocke 5, 6 sorgen dafur, daB der 
tJbergangswiderstand zwischen den eiektrischen Versor- 
gungsleitungen und den freien Enden der Zufuhrungen 12, 
13 vernachlassigbar ist, so daB an dieser Stelle keine uner- 
wunschte Erwarmung auftreten kann. Die Zufuhrungen 12, 
13 weisen den vierfachen Querschnitt gegenuber der eigent- 
lichen Heizleiterbahn 2 auf, so daB bezogen auf die gleiche 
Leitungslange in den Zufuhrungen nur ein Viertel der Lei- 
stung gegenuber einem gleichlangen Heizleiters tuck umge- 
setzt wird. Hiermit ist sichergestellt, daB sich die Zufuhrun- 
gen 12. 13 nicht unerwiinscht erhitzen. Gleichzeitig weisen 
die Zufuhrungen 12, 13 aber noch einen geniigend hohen 
Wiirmewiderstand auf, urn eine Uberhitzung der Kupfer- 
blocke 5: 6 bzw. der eiektrischen Versorgungsleitung seitens 
des Heizleiters zu verhiridern. 

Patent anspruche 

1. Eleklrisehes Kochfeld fur den Nicdcrspannungsbe- 
reieh 

mit einer Kochplatte aus ITochleistungskeramik und 
mit einem Heizleiler. der riiit der Unterseite tier Koch- 
platle einen Flachenkontakt bildci, 
dudurch gekennzeichnet, 

daB zwischen dem Heizleiter und den eiektrischen Ver- 
sorgungsleitungen jeweils mindestens ein Leitungsele- 
ment zwischengeschaliet ist. das einen Widcrstands- 
wcrt aufweist. der zwischen den Widerstandswerten 
des Heizleiters und der jeweiligen eiektrischen Versor- 
gungsleitung liegt. 

2. Kochfeld nach Anspruch I, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Leiiungselemeni aus einem Stuck des 
Heizleiters besteht, das von der Unterseite der Koch- 
plaite weggefuhrl ist und das einen grotieren Quer- 
schnitt aufweist als der in Flachenkontakt mit der 
Kochplatle stehende Heizleiter. 

3. Kochfeld nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Querschnitt des Leitungselements viermal 
grower ist als der des in Flachenkontakt mit der Koch- 
platle stehenden Heizleiters. 

4. Kochfeld nach einem der Anspruche 1-3. dadurch 
gekennzeichnet, daB zur nahezu widersiandsfreien Vcr- 
bindung zwischen dem mindestens einen Leitungsele- 
ment und einer Versorgungsleitung ein Kupferblock 
vorgesehen ist. an dem die jeweiligen Leitungsenden 
flachig aufgebracht sind. 

5. Kochfeld nach einem der Anspruche 1-4. dadurch 
gekennzeichnet. daB die Kochplatte aus Siliziumnitrir, 
aus Siliziumcarbit oder aus Aluminiumnitrii besteht. 

6. Kochfeld nach einem der Anspruche 1-5. dadurch 
gekennzeichnet, daB der Heizleiler aus einer auf die 
Unterseite der Kochplatte aufgedarnpften Metall- 
schicht besteht. 

7. Kochfeld nach einem der Anspruche 1-5. dadurch 
gekennzeichnet, daB der Heizleiter aus einer Metallfo- 
lie besteht, die mittels einer Isolaiionsschicht auf die 
Unterseite der Kochplatte gedruckt wird. 

8. Kochfeld nach einem der Anspruche 1-5. dadurch 
gekennzeichnet, daB der Heizleiter aus einer Wider- 
standspaste hesleht. die direki oder mittcls Hafivcrmiit- 
ler auf die Unterseite der KoehplaUe aul'uehraehi ist. 
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gekennzeichnet, daB eine Isolationssehicht vorgesehen 
ist, die mittels einer Andruckplattc gegen die Unter- 
seite der Kochplatte gedriickt ist. 

10. Kochplatte nach Anspruch 9. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in der Isolationsschicht und der Andruck- 5 
platte Durchgangslocher vorgesehen sind, durch die 
die Zufiihrungsenden des Heizleiters hindurchgefuhrt 
sind. 

11. Kochplatte nach einem der Anspruche 1—10, da- 
durch gekennzeichnet, daB Temperatursensoren im un- 10 
mittelbaren Kontakt zur Keramikplatte vorgesehen 
sind, die mit einer Regeleinrichtung zur Regelung der 
Temperatur an der Keramikplatte verbunden sind. 
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